(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

HeiBluftdiuse BGA 15x15 -
Hakko A1473

Artikel-Nr. HK-A1473 Hersteller Hakko EAN 4962615517211

Ersatz-HeiRluftdiise mit 15x15 mm BGA-Offnung. Kompatibel mit den
Hakko HeiRluft-Rework-Stationen 850, FR-801, FR-802 und FR-803.
Ermdglicht prazises Erhitzen und Léten von Bauteilen.
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TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnrummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko A1473 ist eine Prazisions-Hei8luftduse fir das Rework von BGA-Bauteilen (Ball Grid Array).
Mit einer Offnung von 15x15 mm liefert sie gebiindelte Hitze zum Léten und Entléten von Feinraster-
SMD-Bauteilen auf Leiterplatten. Diese Duse ist ein passgenaues Ersatzteil fir Hakko HeiBluft-
Rework-Stationen.

I HAUPTMERKMALE

¢ BGA-optimierte DUsen6ffnung von 15x15 mm

Kompatibel mit den Stationen Hakko 850, FR-801, FR-802 und FR-803
Prazise Warmeverteilung fur kontrolliertes Rework

Robuste Bauweise fur den wiederholten Einsatz

Einfache Montage und einfacher Austausch

| ANWENDUNGEN

Ideal fir Rework und Reparatur von BGA-Bauteilen, Feinraster-QFP-Gehausen und anderen SMD-
Bauteilen, die eine lokal begrenzte Erwarmung erfordern. Geeignet fur die Elektronikfertigung,
Reparaturwerkstatten und die Leiterplattenbesttickung.
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